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ANALIZA PODLOGA ZA REALIZACIJU SKLOPOVA IZVEDENIH TEHNOLOGIJOM"
' POVREINSKE MONTAZE

:

. Realizaci ja elektronskih sklopova u uredjajima ‘specijalne
namjene tehhologljom povriinske montaZe najvedim dijelom zavisi ocd
uskladjenosti koefici jenata termiZkog #irenja (o> komponenata i
podloge kac i termiZke provodnosti podloge (AD. Kod  uredjajz
speci jalne namjene te moguénosti su uslovl jene, takodje,
mehani&kom karakteristikom podloge Cotpornost na. - vibraci je,

potrese, udare i td).U radu je izvrSena analiza pogodnosti podlog:z

. GLASS-EPOXY (FR-4>, GLASS-POLYIMIDE i ALUMINA pri- realizaci ji

jédnog elektronskog sklopa speci jalne namjene. Termi &k:

analiza je-radjena u jeziku C na PC IBM.

- - UvVoD

Tehneclogi ja povr3inske montaZe (TPM) u danainje vrijeme .ima vex
osiguran status i sve vedu primjenu, narofito u uredjajim
komerci jalne elektronike. Ono 3to je iniciraleo njen vrlo br
razvoj su: povecdana gustina elektronskih funkcija, pobol jSan
elektirine karakteristike i povedanje pouzdanosti. kao i moguénos
automatizaci je proizvodnog procesa. Granice njene ekspanzije
razvoja su nove tehnologije povezivanja: bondovan je goli
silici jumskih &ipova neposredno na &tampane veze (chip oﬁ board)
TAB (Tape Automatic Bonding)-automatsko -bondovanje sa trake.
Realizacija TPM sklopova koji se koriste u komerci jalnc
elek'tronici je ved uhodan proces, dok kod druge avije grur
uredjaja (veliki raZunari i uredjaji specijalne namjened) posto;
niz specifi¥nih uslova i zahtjeva koje TPM mora ispuniti.

Izbor podloga u TPM-u je jedna od najbitnijih pretpostavi

uspjeXnosti ove tehnologi je.
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U rady 3u znalizirane neke podloge sa razliditin kasfiei fentima
termickog Sirenja (&) i termidke provodnosti CA), kojima su bitno
odredjene mogucnosti njihovog koristenja u uredjajima razli&ite

namjene.
TPM podloge

1. NajZeSce koriXtena podloga u TPM-u je EPOXY-GLASS (FR-4). Ovaj
materi jal ima veoma dobre mehaniZke karakteristike, lagan je,
odliZno se obradjuje i relativno je jeftin. Koeficijenti termiZkog
Sirenja Cod i termilke provednosti CA) ovog materi jala su loxi.
Kod komerci jalnih uredjaja, gdje nisu velike temperaturne razlike
pri eksploataciji uredjaja, nema pucanja lemnih spojeva, a
zagri javanje komponenata i podloge, i pored malog A, ostaje u
granicama dozvol jenog.

To, medjutim, ne zna&i da podloga FR-4 u odredjenim uslovima ne
moZe sluXiti i u uredjajima speci jalne namjene (vojnim
uredjajimad. Pokazano je (10 i (2), da se u uslovima strogih
mehaniZkih i termiZkih zaht jeva, podloga FR-4 bez problema koristi
u temperaturnom opsegu od -30% do +60°¢ i brzine radar‘ od 30 do
80MHz. Pri tome se koriste . komponente u &ip formi Cotpornici,
kondenzatori i dr.> i integrisana kola u SOIC pakovanju. ' Termi&ka
karta (raspored temperatura na podlozi) data je na sl.i.

Zbog vrlo malog A na ovoj podlozi mogudnosti. termiZkog modeliranja
su beznaZajne C(drugaliji raspored komponenata' ne daje bolj u
termiZku slikud. )

Sa poletkom koristenja velikih kerami&kih nosaZa &ipova CCCO u
.uredjajima speci jalne hamjene Cvojna industri jad) poZetkom S0-tih
godina nije bilo mogude koristiti jednostavne podloge, ved. se
pofelo sa podlogama od KEVLARA ili FR- 4 sa metalnim jezgrom. Ove
podloge imajix, prije svega, uskladjen koeficijent termi&kog
Zirenja CoO, kao i dobru termiZku provodnost CAD) i dobre mehani&Xke
karakteristike.

2. Podloga POLIIMID-STAKLO CGLASS-POLYIMIDY y odnosu na FR-4 ima
prednost obzirom na vedu termiZku provodnost. Na termiZkoj karti

(sl.2) vidi se raspored temperatura na podlozi.
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U razvoju integrisanih kola (koji direktno diktira i ~ razvo
adekvat,nih podlogad prisutne su dvije tendenci je: sman jenje dimen
zija Zipa i disipaci je uz povedanje brzine rada uredja ja.
Medjutim, sve vedim smanjenjem dimenzija, najbrZi Zipovi koji se
zadnjih nekoliko godina koriste, ne mogu vise smanjivat
potroZnju. Zbog toga se faktor odvodjenja toplote pojavljuje ka
odluZujudi. Kod sklopova snage ovo Jje vrlo drasti&no izra%eno
Zbog toga se pribjeglo upotrebi novih podloga, - medju }:ojima

keramike.

3. Keramika kao podloga imé prije. svega wusaglafen termilk
koefic:ijent. Sirenja <CoO sa kerami¥kim nosaima Zipa, kao
izvanrednu toplotnu provodnost (A3 koja omogodava optimaln
razmjestaj komponenata na podlozi. “Termi&ka karta Csl. 3> pokazuj
da je keramika najbol ji supstrat za odvodjenje toplote.
Njene"nggativne strane su krtost i viscka cijena, kao i ‘skuplj
hibridna tehnologija' CviSe tehnoloZkih postupaka™ u  proces
proizvodnje). Koriitenje keramike kao podloge je veoma rizié:no ko
vedih dimenzija TploXa C(gdje su prisutni ' strogi mehani &k
zaht jevid. - o .

Zakl juZak

Kada rezimiramo naprijed izni jeto, moZemo zakl juXiti sljédeée:

1. TPM na klasi&noj'podlozi‘ C(FR-42 imak Svoje puno opra\}danje ko
sklopova male snage CupravljaXki, komandni modul, NF prijemnici
" oscilatori ‘i dr.) gdje se koriste pasivne  komponente u oblik
Zipa, a integrisana kola u SOIC ili PLCC pakovanjima. Ovi s
skloﬁovi' relativno jeftini, mehaniZki vrlo otporni i " dobr
izdrZavaju L;rmtka obt.erecfénja uz relativnc malu disipaciju
Svoje puno opravdahje’ ‘CekonomiZnost) . TPM dobi ja narcéit;o' ko
bvelikilhu i vrlo velikih serija. - )

2. U uredjajima specijalne namjene Cvojni' uredjajid podloga FR-4

pored svojih veoma dobrih karakteristika ne moZe u svi
‘sluajevima zadovol jiti zbog neuskladjenosti a komponenata (CCO

podloge i vrlo loZ%e termi&ke provoednosti (A). Keramifka podlog
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ima odliZne termi&ke osobine ali se zbog krtosti i teZe obrade

ne
moZe koristiti kao optimalno rjeZenje. )
3. Izbor podloge u uredjajima specijalne namjene Cvojni  uredjaji>
treba posmatrati uzimajudi u obzir sl jedede:

ad vojni uredjaji Cnpr. u vazduhoplovstvu) rade se u malim,

eventualno srednjim serijama.

b) za ovakve uredjaje je pouzdanost odluCujuci faktor.

Iz ovoga proizilazi da izbor podloge diktiraju prvenstveno
njihove termitke i mehani&ke karakteristike Ckod malih seri ja
cijena je manje bitnad. Optimalno rjefenje su podloge od KEVLARA,

odnosne  INVARA, kao i kombinacije FR-4 sa metalnim Jezgrom

Lbakar-molibden—bakar), bez obzira na njihovu vedu skupodu,

sloZeni ju izradu i vedu masu.
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